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Najdłuższy czas trwania patentu do dnia II stycznia 1950 r.

Znane są sposoby niszczenia szkodników
roślinnych za pomocą chloropikryny. Spo¬
sób tępienia szkodników tytoniowych za
pomocą chloropikryny jest opisany w pa¬
tencie nr 20 940, według którego odparo¬
wuje się względnie rozpyla roztwór chloro¬
pikryny w rozpuszczalniku bardziej od niej
lotnym lub w mieszaninie takich rozpu¬
szczalników.

Przy bliższym badaniu działania chloro¬
pikryny na szkodniki roślinne surowca ty¬
toniowego spostrzeżono, że można stosować
ze znacznie lepszym skutkiem odparowy¬
wanie lub rozpylanie roztworu chloropikry¬
ny w pomieszczeniu zawierającym surowiec

tytoniowy, jeżeli temperatura otoczenia
wynosi od 20 do 35°C, przy czym względna
wilgotność powietrza jednocześnie wynosi
około 90%, Temperatura powyżej 35°, jak¬
kolwiek sprzyjałaby łatwiejszej dyfuzji,
byłaby jednakże szkodliwa ze względu na
nadmierne wysuszenie tytoniu.

Zauważono' dalej, że skuteczniejsze
działanie uzyskuje się, jeżeli strumień roz¬
pylanego lub odparowywanego roztworu
chloropikryny w powyższych warunkach
pracy kieruje się nie bezpośrednio na sam
odkażany materiał tytoniowy, lecz na ścia¬
ny i pułap względnie sufit pomieszczenia,
w którym znajduje się ten materiał.



Zastrzeżenia patentowe,

1. Sposób tępienia szkodników tyto¬
niowych za pomocą chloropikryny według
patentu nr 20 940, znamienny tym, że odka¬
żanie roztworem chloropikryny przeprowa¬
dza się w pomieszczeniu, zawierającym od¬
każany materiał, w temperaturze otoczenia
od 20 do 35°C przy jednoczesnej względnej
wilgotności powietrza około 90%»

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny

tym, że strumień rozpylanego lub odparo¬
wywanego roztworu chloropikryny kieruje
się nie bezpośrednio na materiał odkażany,
lecz na ściany i pułap względnie sufit po¬
mieszczenia zawierającego odkażany ma¬
teriał.

Maria Schoen e.

Zastępca: Inż, W. Tymowski,
rzecznik patentowy.

Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.
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